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北京芯片引脚固定胶价格
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一块BGA板或芯片的多个侧面进行施胶可以提高底填胶流动的速度，但是这也增大了产生空洞的几率。不
同部件的温度差也会影响到胶材料流动时的交叉结合特性和流动速度，因此在测试时应注意考虑温度差的影响。
胶体材料流向板上其他元件（无源元件或通孔）时，会造成下底部填充胶（underfill）材料缺失，这也会造成流
动型空洞。采用多种施胶图案，或者采用石英芯片或透明基板进行试验是了解空洞如何产生，并如何来消除空
洞的直接的方法。通过在多个施胶通道中采用不同颜色的下填充材料是使流动过程直观化的理想方法。底部填
充胶可以在微米级倒装芯片下均匀流动，没有空隙。底部填充胶除了有着出色的抗跌落性能外，还具有良好的
耐冲击、耐热、绝缘、抗跌落、抗冲击等性能。北京芯片引脚固定胶价格

底部填充胶的优点包括：1.高可靠性，耐热和机械冲击；2.黏度低，流动快，PCB不需预热；3.固化前后颜
色不一样，方便检验；4.固化时间短，可大批量生产；5.翻修性好，减少不良率；6.环保，符合无铅要求。电
动车，移动电源、手机等产品，均有使用到锂电池，并且使用寿命是在不断的提升，更换电池的频率也极大下
降，给大家的生活带来了质的提升，正是因为电源中使用到了底部填充胶，保障了设备整体的稳定性、耐用性
以及防外力冲击等方面，起到了举足轻重的作用。除了以上照明灯具、通讯设备、新型能源外，底部填充胶还
在安防器械、汽车电子、军业电子等行业普遍使用。上海bga芯片胶水哪家好底部填充胶一般具有高可靠性，
耐热和机械冲击。

增加底部添补剂的步调平日会被安排在电路板组装实现，而且完整经由过程电性测试以肯定板子的功效没
有成绩后才会履行，一般由于履行了underfill以后的晶片就很难再对其停止补缀或重工的举措。底部添补剂增
加以后还必要再颠末低温烘烤以加快环氧树脂的固化光阴，别的也能够确保晶片底下的充填剂真的固化，一样
平常环氧树脂摆放在室温下固然也能够逐步的固化，但必要消费24小时以上的光阴，依据与氛围打仗的光阴而
有所不同，有些环氧树脂的成分外面会增加一些金属元素的增加剂，选用的时刻必必要把稳其液态及固态时的
外面阻抗，否则有机遇发生漏电流成绩。

一般底部填充胶的可返修性与填料以及玻璃化转变温度Tg 有关。添加了无机填料的底部填充胶由于固化后
胶体强度大，附着在线路板上很难清理，所以如果有返修要求的胶水不能添加填料。Tg是指底部填充胶从玻璃
态到高弹态的转变温度，超过了Tg 的底部填充胶变软后易于清理。和固化要求一样，为了保护元器件，芯片返
修加热温度不宜过高。如果Tg 高，胶体在100～150℃的操作温度下难以清理。Tg 温度低易于清理，但是Tg 太
小又不利于增强芯片的机械性和耐热性。通常可返修的底部填充胶的Tg 建议控制在60～85℃之间较好。底部填
充胶可以增强BGA封装模式的芯片和PCBA之间的抗跌落性能。

底部填充胶应用效率性同时也包括操作性，应用效率主要是固化速度以及返修的难易程度，固化速度越快，返
修越容易，生产使用的效率就越高。同样操作方面，主要是流动性，底部填充胶流动性越好，填充的速度也会
越快，填充的面积百分率就越大，粘接固定的效果就越好，返修率相对也会越低，反之就会导致生产困难，无
法返修，报废率上升。底部填充胶的功能性方面，主要讲述的是粘接功能，底部填充胶在施胶后，首先需要确
定的是粘接效果，确保芯片和PCB板粘接牢固，在跌落测试时，芯片与PCB板不会脱离，所以只有先确定了胶
水的粘接固定性，才能进行下一步的应用可靠性验证。在一块BGA板或芯片的多个侧面进行施胶可以提
高underfill底填胶流动的速度。底部填充胶能兼容大部分的无铅和无锡焊膏，并且易返修，电气性能和机械性
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能都很优良。湛江bgaunderfill厂家

底部填充胶在安防器械、汽车电子、军业电子等行业普遍使用。北京芯片引脚固定胶价格

底部填充胶受热时能快速固化、粘度较低，并且较高的流动性使得其能更好的进行底部填充。存在于基板
中的水气在底部填充胶（underfill）固化时会释放，从而在固化过程产生底部填充胶（underfill）空洞。这些空
洞通常随机分布，并具有指形或蛇形的形状，这种空洞在使用有机基板的封装中经常会碰到。水气空洞检测/消
除方法：要测试空洞是否由水气引起，可将部件在100以上前烘几小时，然后立刻在部件上施胶。一旦确定水气
是空洞的产生的根本原因，就要进行进一步试验来确认前烘次数和温度，并且确定相关的存放规定。一种较好
的含水量测量方法是用精确分析天平来追踪每个部件的重量变化。需要注意的是，与水气引发的问题相类似，
一些助焊剂沾污产生的问题也可通过前烘工艺来进行补救，这两类问题可以通过试验很方便地加以区分。如果
部件接触到湿气后，若是水气引发的问题则会再次出现，而是助焊剂沾污所引发的问题将不再出现。北京芯片
引脚固定胶价格


